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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筒状に形成され、充填材を注入可能な開口部を一端側に有するとともに、内側の互いに
対向する両側に軸方向に沿って前記開口部に連通する溝部を有するケース本体、および、
このケース本体の他端側を覆うシール部材を備えたケース体と；
　板状に形成され、電子部品が実装されているとともに、両側が前記溝部に嵌合されるこ
とにより面方向を前記ケース本体の軸方向に沿わせた状態で前記ケース体に収納されて一
面側に第１空間部を区画し他面側に第２空間部を区画する基板と；
　この基板の他端側に複数突設された脚部と；
　これら脚部が前記シール部材に当接することにより前記基板の他端側にて前記脚部間に
形成され、前記第１空間部と前記第２空間部とを連通する連通部と；
　を具備していることを特徴とする電気機器。
【請求項２】
　基板は、配線が接続される入力端子と出力端子とをそれぞれ有し、
　ケース体は、
　ケース本体の開口部を覆う蓋部と、
　この蓋部に設けられ、前記入力端子と前記出力端子とにそれぞれ接続された配線を外部
へと導出可能な導出開口部とを有している
　ことを特徴とする請求項１記載の電気機器。
【請求項３】
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　請求項１または２記載の電気機器の電子部品が、放電灯を点灯させる点灯回路部品を構
成している
　ことを特徴とする放電灯点灯装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子部品を実装した基板を収納し内部に充填材が充填されるケース体を有す
る電気機器および放電灯点灯装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電子部品を実装した基板を、金属製などの筒状のケース体に収納する場合には、
電子部品の温度低減や外部からの水気の侵入の防止のために、ケース体内に充填材として
樹脂を盛り上げ、この樹脂を押し広げるように基板をケース体に取り付けた後、この樹脂
を熱硬化させる構成が知られている（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開２００２－１４１６７６号公報(第３－４頁、図１)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上述の電気機器では、電子部品の高さ以上にケース体の高さを設定し、樹脂の充填時に
、この充填以降の工程での多少の振動や傾きなどで樹脂がケース体の外部に流出しないよ
うにしている。しかしながら、例えば外形寸法をあまり大きくできないケース体に基板を
収納する場合には、樹脂を均等に充填することが容易でない。例えば、長手状の基板をケ
ース体の一端側から挿入した電気機器に樹脂を注入する場合には、基板の一主面側の空間
部へと樹脂を注入しても、基板とケース体との隙間が大きくないため注入樹脂量が少ない
ことから基板の他主面側の空間部へと樹脂が回り込みにくいという問題点を有している。
【０００４】
　特に、充填する樹脂の種類によっては、その粘度が高くなるため、より回り込みにくく
なる。
【０００５】
　本発明は、このような点に鑑みなされたもので、ケース体内に充填材を均等に充填でき
る電気機器および放電灯点灯装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１記載の電気機器は、筒状に形成され、充填材を注入可能な開口部を一端側に有
するとともに、内側の互いに対向する両側に軸方向に沿って前記開口部に連通する溝部を
有するケース本体、および、このケース本体の他端側を覆うシール部材を備えたケース体
と；板状に形成され、電子部品が実装されているとともに、両側が前記溝部に嵌合される
ことにより面方向を前記ケース本体の軸方向に沿わせた状態で前記ケース体に収納されて
一面側に第１空間部を区画し他面側に第２空間部を区画する基板と；この基板の他端側に
複数突設された脚部と；これら脚部が前記シール部材に当接することにより前記基板の他
端側にて前記脚部間に形成され、前記第１空間部と前記第２空間部とを連通する連通部と
；を具備しているものである。
【０００７】
　ケース体は、例えば、金属などにより角筒状に形成されたものなどが用いられる。
【０００８】
　充填材は、例えば、ウレタンやシリコーン樹脂などの流動性、放熱性および絶縁性に優
れた部材が用いられる。
【０００９】
　基板は、例えば、電子部品を両面に実装した両面実装基板などが用いられる。
【００１０】
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　第１空間部および第２空間部は、例えば、基板に実装された電子部品が収納される空間
部である。
【００１１】
　連通部は、例えば、基板の端部とケース体の他端側との間に形成される開口である。
【００１２】
　そして、充填材を注入可能な開口部を一端側に有するケース本体の両側の溝部に両側を
嵌合させてケース体に収納された基板の他端側に複数の脚部を突設し、これら脚部をケー
ス本体の他端側を覆うシール部材に当接させて基板の一主面側の第１空間部と他主面側の
第２空間部とを連通する連通部を脚部間に形成することで、開口部から第１空間部の他端
側から充填される充填材が連通部を介して第２空間部に比較的速く回り込むので、ケース
体内に充填材が均等に充填される。
【００１３】
　請求項２記載の電気機器は、請求項１記載の電気機器において、基板は、配線が接続さ
れる入力端子と出力端子とをそれぞれ有し、ケース体は、ケース本体の開口部を覆う蓋部
と、この蓋部に設けられ、前記入力端子と前記出力端子とにそれぞれ接続された配線を外
部へと導出可能な導出開口部とを有しているものである。
【００１４】
　入力端子は、電子部品により構成される回路へ電力が入力される端子である。
【００１５】
　出力端子は、電子部品により構成される回路によって変換された電力が出力される端子
である。
【００１６】
　蓋部は、開口部を覆った状態で例えばねじなどにより固定可能なものとする。
【００１７】
　導入開口部は、例えば、蓋部の一部に切り欠き形成された開口である。
【００１８】
　そして、開口部を覆う蓋部に、入力端子と出力端子とのそれぞれに接続した配線を外部
へと導出可能な導出開口部を設けることで、これら導出された配線により、基板と外部回
路とが容易に接続される。
【００１９】
　請求項３記載の放電灯点灯装置は、請求項１または２記載の電気機器の電子部品が、放
電灯を点灯させる点灯回路部品を構成しているものである。
【００２０】
　そして、請求項１または２に記載されているように、放電灯を点灯させる点灯回路部品
を実装した基板の他端側に連通部を形成することで、ケース体内に充填材が均等に充填さ
れる。
【発明の効果】
【００２１】
　請求項１記載の電気機器によれば、ケース本体の両側の溝部に両側を嵌合させてケース
体に収納された基板の他端側に複数の脚部を突設し、これら脚部をケース本体の他端側を
覆うシール部材に当接させて基板の一主面側の第１空間部と他主面側の第２空間部とを連
通する連通部を脚部間に形成することで、開口部から第１空間部、あるいは第２空間部へ
と注入した充填材が、連通部を介して第２空間部あるいは第１空間部へと回り込むので、
ケース体内に充填材を均等に充填できる。
【００２２】
　請求項２記載の電気機器によれば、請求項１記載の電気機器の効果に加えて、開口部を
覆う蓋部に、入力端子と出力端子とのそれぞれに接続した配線を外部へと導出可能な導出
開口部を設けることで、これら導出された配線により、基板と外部回路とを容易に接続で
きる。
【００２３】
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　請求項３記載の放電灯点灯装置によれば、請求項１または２に記載されているように、
放電灯を点灯させる点灯回路部品を実装した基板の他端側に連通部を形成することで、ケ
ース体内に充填材を均等に充填できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、本発明の一実施の形態を図面を参照して説明する。
【００２５】
　図１ないし図５に第１の実施の形態を示し、図１は放電灯点灯装置の側面断面図、図２
は放電灯点灯装置の蓋部を除いた平面図、図３は放電灯点灯装置の正面断面図、図４は放
電灯点灯装置の分解斜視図、図５は放電灯点灯装置の製造方法の説明図である。
【００２６】
　図１ないし図４に、電気機器としての放電灯点灯装置11を示し、この放電灯点灯装置11
は、ケース体12に基板13を収納して構成され、高輝度放電ランプ(ＨＩＤ)などの放電灯を
点灯させるものである。
【００２７】
　ケース体12は、例えば金属などにより角筒状に形成されたケース本体15と、このケース
本体15の両端部に取り付けられたシール部材であるパッキン16，17および蓋部18，19とを
備えている。
【００２８】
　ケース本体15は、一端部に開口部である開口部21を備えるとともに、他端部に開口部22
を備えている。また、このケース本体15の内側の両側部には、基板13の両側部が嵌合され
る溝部23，23が互いに対向して設けられている。これら溝部23，23は、軸方向である長手
方向全体に亘って直線状に形成され、両端部が各開口部21，22に臨んでおり、これら溝部
23，23間に基板13が嵌合されることで、ケース本体15内には、基板13の一主面である表面
側に第１空間部25が区画されるとともに、基板13の他主面である裏面側に第２空間部26が
区画される。なお、ここでは、第１空間部25が広く、第２空間部26が狭く形成されている
ものとする。
【００２９】
　また、開口部21は、パッキン16と蓋部18とにより覆われている。パッキン16は、ケース
本体15内に充填される充填材である合成樹脂Ｐの隙間からの漏れを防止するもので、弾力
性および可撓性を有する部材により形成されている。また、蓋部18は、例えばケース本体
15と同様の金属により形成され、ねじS1などによりパッキン16とともにケース本体15に固
定可能である。そして、この蓋部18には、基板13に接続された配線Ｌを外部に導出可能な
導出開口部28が開口形成されている。
【００３０】
　ここで、合成樹脂Ｐは、例えばウレタン、あるいはシリコーン樹脂などの流動性、絶縁
性および放熱性を有する液状の部材で、かつ、熱硬化性の部材とする。
【００３１】
　また、導出開口部28は、例えば蓋部18の縁部に四角形状に切り欠き形成されている。そ
して、この導出開口部28は、パッキン16に切り欠き形成されたパッキン開口部29と連通す
ることで、第１空間部25と連通している。
【００３２】
　一方、開口部22は、パッキン17と蓋部19とにより閉塞されている。パッキン17は、パッ
キン16と同様に、ケース本体15内に充填される合成樹脂Ｐの隙間からの漏れを防止するも
ので、弾力性および可撓性を有する部材により形成されている。また、蓋部19は、例えば
ケース本体15と同様の金属により形成され、ねじS2などによりパッキン17とともにケース
本体15に固定可能である。
【００３３】
　また、基板13は、四角形板状の基板本体31と、この基板本体31の表面、あるいは裏面に
実装された点灯回路部品である電子部品32とを備えている。
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【００３４】
　基板本体31は、例えばガラスエポキシなどの絶縁性の部材により形成され、長手方向の
端縁部に切欠部34が切り欠き形成されている。また、この基板本体31には、入力端子36が
例えば基板本体31の長手方向の切欠部34側に複数並設されているとともに、出力端子37が
例えば基板本体31の長手方向の他端側に複数並設されている。
【００３５】
　切欠部34は、例えば基板本体31の幅方向の中心域に四角形状に切り欠き形成され、基板
本体31がパッキン17に当接することで、このパッキン17との間に連通部39を形成している
。このため、切欠部34の両側には、脚部40，40が突出している。なお、切欠部34の幅寸法
Ｗは、基板本体31の幅寸法の１／２以上の長さに設定することが好ましく、また、切欠部
34の基板本体31の一端部からの寸法Ｍは、１ｍｍ以上が好ましく、例えば３ｍｍ程度に設
定されている。
【００３６】
　入力端子36は、基板13に形成された点灯回路に外部からの信号が配線Ｌを介して入力さ
れる端子である。
【００３７】
　出力端子37は、基板13に形成された点灯回路によって処理された信号が配線Ｌを介して
外部へと出力される端子である。
【００３８】
　また、電子部品32は、例えばコンデンサ、抵抗器、インダクタ、トランジスタ、あるい
はＩＣなどであり、基板本体31上に形成された図示しないパターンなどとともに、所定の
回路、ここでは図示しない放電灯を点灯させるインバータを備えた点灯回路を、基板本体
31上に形成している。なお、各図において、電子部品32は一部のみを記載し、その配置は
任意に設定可能である。
【００３９】
　次に、上記第１の実施の形態の作用を説明する。
【００４０】
　放電灯点灯装置11を組み立てる際には、まず、図５(a)に示すように、開口部22にパッ
キン17と蓋部19とを固定して開口部22を閉塞したケース本体15を、開口部21を上側とした
状態で保持し、各電子部品32を実装するとともに配線Ｌを各端子36，37(図３)に接続した
基板13の基板本体31を、切欠部34側をケース本体15に挿入される側として両側部をケース
本体15の溝部23，23に嵌合させ、ケース本体15の軸方向へと摺動させて挿入することで、
基板13をケース本体15内に収納する。
【００４１】
　このとき、基板本体31の脚部40，40がパッキン17に当接することで、ケース本体15の内
部において、基板本体31の表面側に第１空間部25が、裏面側に第２空間部26が、それぞれ
区画され、かつ、基板本体31の切欠部34とパッキン17との間に、第１空間部25と第２空間
部26とを連通する連通部39が形成される。
【００４２】
　この状態で、図５(b)に示すように、ここでは開口部21から合成樹脂ＰをノズルＮによ
り第１空間部25へと注入すると、この第１空間部25へと流れ込んだ合成樹脂Ｐの一部が、
基板13の下端側から連通部39を介して第２空間部26へと回り込む。
【００４３】
　ここで、充填された流体状の合成樹脂Ｐは、ケース本体15の他端側での圧力(流体状の
合成樹脂Ｐの自重によって底面側に向かうにしたがって大きくなるようにケース本体15の
内面に向かって発生する圧力)が高いため、連通部39をケース本体15の他端側に対応する
基板本体31の他端側に設けることで、連通部39の開口面積を大きくしなくても円滑に合成
樹脂Ｐが第２空間部26へと流出することとなる。
【００４４】
　なお、合成樹脂Ｐを第２空間部26へと注入した場合でも、同様の作用により合成樹脂Ｐ
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が連通部39を介して第１空間部25へと回り込む。
【００４５】
　さらに、図５(c)に示すように、ケース本体15内に合成樹脂Ｐが充填されると、パッキ
ン16および蓋部18により開口部21を覆い、配線Ｌをパッキン開口部29および導出開口部28
に挿通させ、パッキン16および蓋部18をケース本体15に固定する。
【００４６】
　そして、この状態で、図５(d)に示すように、ケース体12を所定温度下で所定時間熱処
理することで合成樹脂Ｐを硬化させて、放電灯点灯装置11を完成する。
【００４７】
　この後、配線Ｌにより外部から入力された電力を高周波交流電力に変換する点灯回路の
出力により放電灯が点灯される。
【００４８】
　以上のように、合成樹脂Ｐを注入可能な開口部21を一端側に有するケース体12に収納し
た基板13の他端側に、基板13の表面側の第１空間部25と裏面側の第２空間部26とを連通す
る連通部39を形成することで、開口部21から第１空間部25、あるいは第２空間部26へと注
入した合成樹脂Ｐが、連通部39を介して第２空間部26あるいは第１空間部25へと回り込む
ので、ケース体12内に合成樹脂Ｐを均等に充填できるとともに、ケース体12内の空気も均
等に抜けるため、空気層のない充填が可能となり、電子部品32の温度を低減でき、ケース
体12への外部からの水気の浸入などをも防止でき、信頼性を向上できる。
【００４９】
　特に、ケース体12の高さ(厚み方向寸法)を充分に取れず、電子部品32とケース体12の内
面との間に充分なスペースがない場合には、長手方向を上下方向として、上側に位置する
開口部21から第１空間部25へ合成樹脂Ｐを注入すると、充填量がケース容積の１／２以下
と少なく、充填状態の合成樹脂Ｐの他端側に発生する圧力(流体の自重によって底面側に
向かうにしたがって大きくなるようにケース本体15の内面に向かって発生する圧力)が小
さいため、第１空間部25あるいは第２空間部26に注入された合成樹脂Ｐが第２空間部26あ
るいは第１空間部25へと回り込みにくくなるおそれがある。また、合成樹脂Ｐは、種類に
よっては粘度が大きくなることがあり、このように粘度が大きいと、注入された空間部と
反対側の空間部に充分に回りきれないおそれがある。したがって、連通部39を設けること
で、このような合成樹脂Ｐの回り込みを補助し、比較的薄型のケース体12であっても合成
樹脂Ｐを安定して充填できる。
【００５０】
　しかも、本実施の形態では、第２空間部26が第１空間部25よりも狭く形成されているこ
とから、粘度が比較的大きい合成樹脂Ｐを第１空間部25に注入した際に第２空間部26側へ
と回り込みにくいものの、連通部39を設けることで、合成樹脂Ｐを第２空間部26側へと確
実に回り込ませることができる。
【００５１】
　そして、充填する合成樹脂Ｐが絶縁性を有することにより、ケース体12の大きさが比較
的小さく基板13との距離が近い場合でも、基板13とケース体12との間での絶縁性を確保で
きる。
【００５２】
　また、連通部39の一部を構成する切欠部34を基板13の他端部に切り欠き形成することで
、基板13の脚部40，40をケース体12内のパッキン17に当接させると、連通部39を容易に形
成できるとともに、合成樹脂Ｐの注入時のケース体12内の最下端に連通部39が形成される
ので、合成樹脂Ｐを確実かつ速やかに回り込ませることができる。
【００５３】
　さらに、開口部21を覆う蓋部18に、入力端子36と出力端子37とのそれぞれに接続した配
線Ｌを外部へと導出可能な導出開口部28を設けることで、これら導出された配線Ｌにより
、基板13と外部回路とを容易に接続できる。
【００５４】
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　そして、放電灯を点灯させるインバータ点灯回路などの点灯回路部品としての電子部品
32を実装した基板13をケース体12に収納して、このケース体12内に合成樹脂Ｐを均等に充
填した放電灯点灯装置11を構成することができ、放電灯点灯装置11の放熱性および絶縁性
を確保して、信頼性を向上できる。
【００５５】
　次に、図６に第２の実施の形態を示し、図６は放電灯点灯装置の正面断面図である。
【００５６】
　この第２の実施の形態は、上記第１の実施の形態において、切欠部34を基板本体31の一
端部に複数形成したものである。
【００５７】
　これら切欠部34は、例えば基板本体31の一端部の両角部と幅方向の中心部とに切り欠き
形成されている。したがって、脚部40，40は、基板本体31の一端部の中心寄りの位置に形
成されている。
【００５８】
　なお、各切欠部34は、例えば幅寸法Ｗの総和が、基板本体31の幅寸法の１／２以上とな
るように設定することが好ましい。
【００５９】
　そして、この場合でも、上記第１の実施の形態と同様の作用効果を奏することができる
。
【００６０】
　次に、図７に第３の実施の形態を示し、図７は放電灯点灯装置の正面断面図である。
【００６１】
　この第３の実施の形態は、上記第１の実施の形態において、切欠部34をアーチ状、すな
わち基板本体31の他端側に突出する略円弧状に形成したものである。
【００６２】
　ここで、この切欠部34は、連通部39の面積が上記各実施の形態よりも小さくならないよ
うに設定されている。
【００６３】
　そして、この場合でも、上記第１の実施の形態と同様の作用効果を奏することができる
。
【００６４】
　次に、図８に第４の実施の形態を示し、図８は放電灯点灯装置の正面断面図である。
【００６５】
　この第４の実施の形態は、上記第１の実施の形態において、切欠部34をアーチ状に複数
形成したものである。
【００６６】
　ここで、これら切欠部34は、各連通部39の面積の総和が上記各実施の形態よりも小さく
ならないように設定されている。
【００６７】
　そして、この場合でも、上記第１の実施の形態と同様の作用効果を奏することができる
。
【００６８】
　なお、上記各実施の形態において、切欠部34(連通部39)の形状は任意に設定できるとと
もに、例えば合成樹脂Ｐの注入時に下側となる基板本体31の端部側に位置していれば、端
縁部ではなく、この基板本体31の端縁部から離間された位置などに設けてもよい。
【００６９】
　次に、図９に本願の一参考技術を示し、図９は放電灯点灯装置の正面断面図である。
【００７０】
　この一参考技術は、上記第１の実施の形態において、基板本体31に切欠部34を形成せず
に、スペーサ42を基板本体31の端部から長手方向へと突出させることにより、基板本体31
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の端部とパッキン17との間で連通部39を形成するものである。
【００７１】
　すなわち、スペーサ42は、上記第１の実施の形態の脚部40，40と同様の作用を有するも
ので、パッキン17に接触することで、基板本体31の端部とパッキン17とを所定の距離だけ
離間させることにより、基板13の端部に連通部39を区画している。
【００７２】
　また、これらスペーサ42は、基板本体31に略直交する方向、すなわち基板本体31の厚み
方向に沿って面方向を有する板状に形成されており、溝部23，23よりも大きく形成され、
基板本体31の側方に一主面が向けられている。さらに、これらスペーサ42は、例えば基板
本体31の両側部から所定の距離分幅方向の中心側に位置し、溝部23，23が形成されたケー
ス本体15の内面の両側部に当接することで、基板13の幅方向位置をケース体12に対して位
置決め可能に構成されている。
【００７３】
　そして、この場合でも、上記第１の実施の形態と同様の作用効果を奏することができる
。
【００７４】
　また、基板本体31にスペーサ42を突出させて、このスペーサ42をケース体12のパッキン
17に当接させてケース体12と基板13との間に連通部39を形成することにより、基板本体31
に直接加工を施すことなく連通部39を容易に形成できる。
【００７５】
　さらに、溝部23，23が形成されたケース体12の両側部に各スペーサ42を接触させること
で、これらスペーサ42により基板13をケース体12内で適切な位置に位置決めできるので、
基板13をケース体12に取り付けやすいとともに、例えば基板本体31上の所定のパターンな
どをケース体12から確実に離間させることが可能となり、絶縁性などの面で有利となる。
【００７６】
　なお、上記一参考技術において、スペーサ42は、基板13から突出させるだけでなく、例
えばケース体12内に挿入された基板13の他端部が当接するようにパッキン17側から突出さ
せて構成してもよい。
【００７７】
　また、スペーサ42に代えて、例えば溝部23などに、基板13の端部が当接する突部などの
ストッパを設け、基板13の端部がパッキン17に対して離間された位置で基板13がケース体
12の内部に保持されるように構成することで、連通部39を形成するように構成しても、同
様の作用効果を奏することができる。
【００７８】
　さらに、上記各実施の形態において、導出開口部28を設ける位置は、任意に設定できる
とともに、導出開口部28を設ける代わりに、例えば配線Ｌの接続用の端子台などを蓋部18
などに設けるように構成してもよい。
【００７９】
　そして、電気機器は、放電灯を点灯させる点灯回路部品を用いた放電灯点灯装置に限ら
ず、その他の電力変換装置や、別の電気機器などにも適用することもでき、同様の作用効
果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】本発明の第１の実施の形態を示す放電灯点灯装置の側面断面図である。
【図２】同上放電灯点灯装置の蓋部を除いた平面図である。
【図３】同上放電灯点灯装置の正面断面図である。
【図４】同上放電灯点灯装置の分解斜視図である。
【図５】同上放電灯点灯装置の製造方法の説明図である。
【図６】本発明の第２の実施の形態を示す放電灯点灯装置の正面断面図である。
【図７】本発明の第３の実施の形態を示す放電灯点灯装置の正面断面図である。
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【図８】本発明の第４の実施の形態を示す放電灯点灯装置の正面断面図である。
【図９】本発明の一参考技術を示す放電灯点灯装置の正面断面図である。
【符号の説明】
【００８１】
　11　　電気機器としての放電灯点灯装置
　12　　ケース体
　13　　基板
　15　　ケース本体
　17　　シール部材であるパッキン
　18　　蓋部
　21　　開口部
　23　　溝部
　25　　第１空間部
　26　　第２空間部
　28　　導出開口部
　32　　電子部品
　36　　入力端子
　37　　出力端子
　39　　連通部
　40　　脚部
　Ｐ　　充填材である合成樹脂

【図１】

【図２】

【図３】
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